Solution for researching

Caneta De Succao A Vacuo De Alta Precisao Em Peek Seguro

Para Esd Para Manuseio De Substratos Semicondutores E

Fotovoltaicos De 8 Polegadas

Numero do item: PL-CP115

introducao

Caneta de succdo a vacuo de wafer em PEEK de
alto desempenho e segura para ESD, projetada
para manuseio de precisao de wafers
semicondutores e fotovoltaicos de 8 polegadas.
Esta solucdo personalizavel oferece superior
resisténcia quimica e durabilidade mecanica

substratos.

Saiba mais

para ambientes criticos de sala limpa e
processos delicados de transferéncia de

rlEee Principal Beneficio

Transferéncia manual de wafers de silicio de 8 polegadas de e para

Inspecéo de Wafer
- estagdes de inspegdo optica ou SEM.

Classificagdo de Células
Fotovoltaicas

Manuseio e classificagdo de células solares de alta eficiéncia durante as
fases de montagem e teste.

Processamento em Mesa Transferéncia de substratos entre banhos quimicos ou estagdes de enxague
Umida em ambientes de quimica Umida.

- . ) Colocagéo e remogao de substratos de camaras de véacuo PVD/CVD ou load
Deposigao de Filme Fino
locks.
Manuseio geral de substratos em instalagées de pesquisa e
P&D em Sala Limpa g L 9 pesq
desenvolvimento de materiais avangados.
« . . Posicionamento manual de wafers para corte ou operagdes subsequentes
Preparacéo para Die Bonding . .
de die bonding.
Manipulagao de precisdo de substratos de safira ou SiC durante a fabricagdo
de chips LED.

Manuseio de Substrato LED

Categoria de Especificacdo Detalhe da Especificacdao PL-CP115

Identificacdo do Modelo Série PL-CP115

Material Principal PEEK Seguro para ESD de Alto Desempenho
Compatibilidade de

CEHTE Totalmente Personalizdvel (Otimizado para wafers de 8 polegadas/200mm)
Substrato
Resisténcia Superficial :’;rsonaliza’vel para faixas seguras especificadas de ESD (ex: 1076 - 10™9
Faixa de Temperatura de . L

. Personalizada com base nos requisitos do processo

Operacao

Compatibilidade Quimica Universal (Altamente resistente a maioria dos &acidos, bases e solventes)

Area de contato minima reduz o risco de geracéo de defeitos
superficiais.

Evita microfissuras e mantém a eficiéncia da célula através de
uma aderéncia a vacuo suave.

Resisténcia excepcional a produtos quimicos de processo
agressivos e umidade.

A alta estabilidade térmica permite o manuseio apds ciclos de
deposicdo de alta temperatura.

Mantém padrées rigorosos de limpeza ISO minimizando a
liberagdo de particulas.

Propriedades seguras para ESD evitam defeitos latentes em
microcircuitos sensiveis.

Aderéncia segura em superficies polidas e duras sem
deslizamento ou arranhdes.
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Categoria de Especificacdao Detalhe da Especificacdao PL-CP115

Dimensionamento sob medida para corresponder as linhas de vacuo da
instalagdo ou bombas portateis

Tipo de Conexao de Vacuo

Formas personalizadas (plana, curva, multiponto) disponiveis mediante
solicitagdo

Configuracao da Ponta
Classificacao de Sala Limpa Compativel com Classe I1SO 3 - 8 (Dependente da aplicagao)

Método de Fabricacdao Usinagem CNC de Precisdo para Especificagdes Sob Medida

Dimensoées do Cabo Ergonomicamente adaptado as preferéncias do cliente
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